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	投资者关系
活动类别
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]√特定对象调研        □分析师会议
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观
□其他 

	参与单位名称
	Allianz Global Investors, HK、东方红资管、富国基金、国金证券、建信基金、平安养老、浦银安盛基金、勤辰资产、瑞士百达、长江证券、招商基金、中银资管。

	时间
	2026年6月23日

	地点
	公司会议室

	公司
接待人员
姓名
	职工董事、副总经理、董事会秘书 杨逊
资深总办投关专员 周婷婷

	[bookmark: _Hlk216339121]投资者关系
活动
主要内容介绍
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]一、公司介绍：
介绍公司经营业务及未来发展规划。

二、问答环节主要内容：
Q：公司近期公告筹划发行H股，想了解下本次筹划的背景和主要考虑，以及募投方向和时间节奏上是否有初步计划？
A：公司始终坚持“立足中国、服务全球”的战略定位，本次筹划发行H股，旨在打造国际化资本运作平台，借助国际资本市场拓宽多元化融资渠道，进一步提升公司综合竞争力和国际影响力，深入推进全球化战略布局。目前，公司发布了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》，相关细节尚未确定，我们将依据相关法律法规和规范性文件的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注后续的披露信息。

Q：公司未来3-5年业绩增长的主要驱动力来自哪些方面？
A：首先，市场需求层面，半导体先进制程的持续发展、产业链国产化替代的趋势，以及下游客户产能扩张，三者共同构成了强劲的外部驱动力；其次，业务拓展层面，公司在深耕并巩固国内市场的同时，稳健、有选择地探索海外市场机会，同时持续加大研发投入、推动产品迭代与性能升级，通过提升产品性能并拓展品类，进一步巩固和扩大核心产品的市场份额，开辟增量空间；最后，在增长模式上，公司坚持以主营业务为核心的有机增长为主航道，同时保持开放、审慎的态度，积极关注能为公司长期发展创造价值的外延机会。

Q：关注到近期部分原材料市场有涨价，同时部分原材料供应链趋紧，想了解下：一是涨价对我们成本端及毛利率的影响，二是供应紧张是否会对公司交付产生影响？
[bookmark: _GoBack]A：目前来看原材料价格波动的传导相对有限，成本端整体可控；目前毛利率的变动主要取决于产品结构的动态变化及处于不同生命周期的产品市场定位调整，具体以我们后续披露的定期报告为准。关于供应链情况，公司一直高度关注原材料供应安全，一方面与供应商保持长期稳定的合作关系，争取更多的产能支持，保障供应稳定；另一方面，公司为支持业务扩展、适应增长需求及提升供应链韧性，适时安排战略库存储备，目前整体生产交付平稳有序。

Q：公司海外业务目前进展如何？是否主要聚焦中国台湾地区？
A：公司以“立足中国、服务全球”为核心战略定位，秉持循序渐进、按需进展的策略，稳健、务实地开展海外布局。公司积极拓展中国台湾地区的市场，正从多个维度推进本地化能力建设，逐步完善当地人才团队、实验室环境搭建，加快当地化布局，提升公司软硬能力；并与客户积极立项，紧密跟踪项目管理，在技术合作项目、产品验证进程等方面均取得阶段性进展，整体进度符合预期。与此同时，公司也在同步推进新加坡等其他海外区域的布局，海外业务整体稳步推进。

Q：公司抛光液在国内主流客户中份额已较高，未来增长是否主要依赖客户扩产？ 
A：公司CMP抛光液产品的增长是多因素共同驱动的：一是在客户端持续深耕，随着产品在主要客户中的覆盖面和渗透度不断扩大，叠加客户产能爬坡及扩产计划，构成了增长的基本盘。二是产品升级迭代，先进制程的不断演进带来新产品、新工艺、新应用的市场需求，公司持续加大研发投入，推动产品迭代与性能升级，以满足更高工艺节点的要求，凭借技术竞争优势进一步巩固和扩大市场份额。三是国产化替代仍有空间，在国内外资背景的芯片制造公司中，外资供应商仍占据一定份额，这也是公司持续努力的方向。与此同时，公司在深耕国内市场的同时，稳健、有选择地探索海外市场机会。经过不断深耕，公司化学机械抛光液全球市占率近三年从8%提升至13%（根据TECHCET全球市场规模测算），已跻身全球主流供应厂商行列。未来，公司会持续专注，争取在全球市场中赢得更多认可。

Q：公司定期报告中功能性湿电子化学品营收同比增速表现亮眼，电镀液及添加剂系列产品是否也归在该分类中？增长主要贡献来源哪类产品？
A：公司定期报告中功能性湿电子化学品大类主要包括刻蚀后清洗液、光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等产品，2025年该板块营业收入同比增长63.73%，增长贡献主要来源于上述清洗类产品，是公司的第二增长曲线。电镀液及添加剂的营收也计入功能性湿电子化学品大类，目前收入贡献来说相对较小，但公司在持续加强集成电路制造及先进封装领域电镀液及添加剂产品系列平台的搭建，目前集成电路大马士革电镀液及添加剂已进入量产阶段，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售。

Q：目前看市场需求增长节奏很快，公司产能是否能匹配市场和客户的需求？ 
A：公司每年都有固定资产投资在生产线上，产能逐步爬坡，满足现有客户需求的同时适度预留产能空间，以应对市场和客户的增长需求。现有基地方面，上海金桥、宁波北仑基地扩展有序推进，多条新增产线已投产；上海化学工业区电子化学品专区制造基地主体建筑已封顶，为下一阶段提供产能保障。同时，公司通过优化空间布局、推进产线智能化改造，持续提升生产自动化与精细化水平。未来规划方面，公司秉持“小步快跑、滚动规划”的思路，以3-5年为周期研判行业发展，提前推进生产基地物理环境建设，持续跟踪市场发展，动态化灵活推进产线投资与产能爬坡，既保障稳定供货、承接新增需求，又避免盲目扩产导致资源闲置。


	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年6月25日



